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Design Rules YOU EXPECT

STRETCH.flex xS und xS-Ri

Diese Designregeln gelten fir:
Dehnbare Leiterplatten mit 1 bis 2 Kupferlagen auf thermoplastischem Polyurethan
= QOptional mit geklebter mechanischer Verstarkung (-Ri = Stiffener)

= Ohne UL-Kennzeichnung.

Beispiele:
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2S: 2-lagige dehnbare Leiterplatte 1S-Ri: 1-lagige dehnbare
Leiterplatte mit geklebter Verstarkung

Grundlegende Hinweise
= Bitte beachten Sie, dass es aktuell keinen giiltigen IPC-Standard fiir diese Technologie gibt.

= Beschriftungsdruck ist grundsatzlich nicht moglich.

= Fir die Bestlckung der Leiterplatten wird ein Bestlickungstrager aus FR4 empfohlen.

= Die Leiterplatten missen mit einer Niedertemperatur-Lotpaste verarbeitet werden.

= Gerne erstellen wir fiir Sie einen optimalen Liefernutzen (best price!).

= Fur eine Dehnbarkeit der Leiterplatte missen die Leiterbahnen in Maanderform ausgefuhrt werden.

Dazu werden die Formen Horseshoe, Wave und Rechteck empfohlen.
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Routing
Wave Horseshoe Rechteck
- H
Maanderform W ‘“ H
Leiterbahnbreite [pm] W 100 - 300
Offnungswinkel « 180 ° -270° 90°-180°
. Rots_ DWW
Radius [mm] R "2 S*ein (%) r
Abstand D D=W
stand [mm] - Empfehlung: min. 2* W
Hohe [mm] H H=W+2*R*(cos(g)+1)
Lange 1 [mm] L1 min. 4 * W
Ldnge 2 [mm] L2 min. 4 * W
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Materialspezifikation
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Material

Dicke

Beschreibung

Anwendung

Dehnbares
Basismaterial

100 pm

Thermoplastisches
Polyurethan

Standard fiir STRETCH.flex

Stiffener —

Nach Bedarf

FR-40TG 135 °C

Fir Steckerbereiche und

Material, starr Bestucktrager
Coverlay 100 pm Thermoplastisches Standard fir STRETCH.flex
Polyurethan
s.mask Lotstopplack im Je nach Aufbau zu klaren
Bestilickbereich
Standardausfiihrung

1. Thermoplastisches Polyurethan, LP Gesamtdicke Stretch ohne Stiffener 0,25 mm bis 0,35 mm

(abhangig von Lagenanzahl)
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Standard Druckkontaktierungen oder kupfergefiillte Microvias
Kontur gelasert, kleinster Laserdurchmesser 150 pm, Frasen und Kerbfrasen nicht zuldssig
Lotoberflache chem. Sn, chem. Ag und Pd/Au — weitere Oberflachen auf Anfrage
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Kupferschichtdicke AuBenlagen 18 pm + eventuell galvanische Verstarkung oder 35 pm
Coverlay aus thermoplastischem Polyurethan
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Querschnitt: 2 - omm
= _—x Coverlay
Optional mechanische Verstirkung, geklebt — - u

a) Coverlay-Offnung als Block
b) Einzelfensteroffnung

. Technischer Erhohte
Symbol Beschreibung
Standard Anforderung
A Minimaler Paddurchmesser fiir DK-Bohrung (PTH) 400 pm
B Bohrduchmesser 0,25 -0,70 mm
C Dicke des Basismaterials 100 pm
CL Minimale Freistellung im Coverlay fir Kupferpads 400 pm umlaufend
DI Minimaler Abstand der Coverlayfreistellung zu Kupfer 400 pm
Minimaler Bohrdurchmesser fiir NDK-Bohrung 0,25 - 6,00 mm 0,20 mm
Minimaler Paddurchmesser fiir Microvias 325 pum 300 pm
Minimaler Bohrduchmesser fiir gelasertes Microvia 150 pm
-- Abstand Kupfer zur Kontur 400 pm 350 pm
W Minimale Stegbreite im Coverlay 500 pm
-- Anzahl x der Kupferlagen (xS) 1-2
- Abstand Bohrungspad zu Kontur 400 pm
- Leiterbreite = 100 pm
-- Restring DK (PTH) 150 pm

Weitergehende Spezifikationen sind auf Anfrage moglich. Sprechen Sie uns an: stretch@we-online.com
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